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BILAGA I

ATGARDER

Teknisk beskrivning av initiativet: dtgdrdernas omfattning

Initiativets inledande och, i forekommande fall, senare atgirder ska genomforas i
enlighet med foljande tekniska beskrivning:

1.

Designkapacitet for integrerad halvledarteknik

Genom initiativet ska det byggas upp storskalig innovativ designkapacitet for
integrerad halvledarteknik genom en virtuell plattform som ar tillgénglig i
hela unionen. Plattformen kommer att bestd av nya innovativa
designanldggningar med utokade bibliotek och verktyg som integrerar ett
stort antal befintliga och nya tekniker (inklusive ny teknik som integrerad
fotonik, kvantumteknik och Al/neuromorfisk teknik). I kombination med
Europeiska forsvarsbyrans befintliga designverktyg (EDA) kommer
plattformen att gora det mgjligt att utforma innovativa komponenter och nya
systemkoncept samt demonstrera nyckelfunktioner sdsom nya strategier for
hog prestanda, lag energiatgdng, sdkerhet samt nya 3D-heterogena
systemarkitekturer osv.

Plattformen kommer, i ndra samarbete med anvéindarindustrin fran flera
ekonomiska sektorer, att knyta samman grupper av foretag pa
designomradet, aktorer som tillhandahaller immateriella réttigheter och
verktygsleverantorer med forsknings- och teknikorganisationer for att skapa
virtuella prototyplosningar som bygger pa gemensam teknikutveckling.
Riskerna och utvecklingskostnaderna kommer att delas och nya webbaserade
metoder for att fa tillgdng till designverktyg, med flexibla kostnadsmodeller
(sdrskilt for prototyputveckling) och gemensamma grénssnittsstandarder
kommer att frimjas.

Plattformen ska kontinuerligt uppgraderas med ny designkapacitet eftersom
den kontinuerligt integrerar allt fler tekniker och konstruktioner {or
lageffektprocessorer (inklusive Oppen kéllkod, sdsom RISC-V (Reduced
Instruction Set Computer). Den kommer att erbjuda sina tjénster via molnet
vilket maximerar tillgingligheten och dppenheten for hela samhillet genom
att det skapas ndtverk mellan befintliga och nya designcentrum i
medlemsstaterna.

Pilotlinjer for att forbereda innovativa produktions-, test- och
experimentanliiggningar

Initiativet ska  stodja  pilotlinjer for  produktions-, test- och
experimentanlidggningar for att overbrygga klyftan mellan laboratoriet och
tillverkning av den avancerade halvledartekniken. De viktigaste omrddena
omfattar foljande:

(a) pilotlinjer for att experimentera, testa och validera, bland annat genom
processdesignsatser (Process Design Kits), prestanda hos IP-block,



virtuella prototyper, nya konstruktioner och nya integrerade heterogena
system pa ett Oppet och tillgéngligt stt.

Den virtuella plattformen ovan kommer att géra det mojligt att utforma
nya IP-block och nya systemkoncept som ska testas och valideras inom
pilotlinjerna genom tidiga processdesignsatser. Dérigenom far man
omedelbar aterkoppling for att forfina och forbéttra modellerna innan de
borjar tillverkas. Inledningsvis kommer initiativet att utvidga befintliga
pilotlinjer, i samverkan med designinfrastrukturen, for att mojliggdra
tillgdng till designprojekt och projekt for (virtuell) prototyputveckling.

(b) Nya pilotlinjer for halvledarteknik sasom FD-SOI (Fully Depleted
Silicon on Insulator) ned till 107 Nm, avancerade GAA-transistorer
(Gate-All-Around) och den senaste teknikens noder (t.ex. mindre &n 2
Nm), kompletterad med pilotlinjer for integrering av 3D-heterogena
system och avancerad kapsling. Pilotlinjerna kommer att integrera den
senaste forsknings- och innovationsverksamheten och resultaten frin
den.

Pilotlinjerna kommer att omfatta en sérskild designinfrastruktur som till
exempel bestar av designmodeller som simulerar tillverkningsprocessen
for de designverktyg som anvénds for att utforma kretsar och system pa
chip. Denna designinfrastruktur och en anvéndarvianlig virtualisering av
pilotlinjerna kommer att inréttas, vilket kommer att géra dem direkt
tillgdngliga i hela Europa via designplattformen ovan. En sddan koppling
kommer att gora det mojligt for designbranschen att testa och validera
tekniska alternativ innan de blir kommersiellt tillgdngliga. Detta kommer
att sdkerstdlla att ny utformning av chip och system till fullo utnyttjar
den nya teknikens potential och skapar banbrytande innovationer.

Tillsammans kommer dessa pilotlinjer att fridmja europeiska
immateriella réttigheter, insikter och innovation inom teknik for
tillverkning av halvledare och stirka och utvidga den europeiska
stillningen inom ny tillverkningsutrustning och nya material f{or
avancerade moduler for halvledarteknik, t.ex. litografi- och waferteknik.

Néra samrad och samarbete med branschen ska organiseras for att styra
denna kapacitetsokning och den viktiga inkluderingen frin borjan av
utvalda kvalificerade pilotlinjer som omfattar t.ex. avancerad kapsling,
3D-heterogen integrationsteknik och viktiga ytterligare funktioner som
t.ex. kiselfotonik, kraftelektronik, sensorteknik, kiselgrafen, kvantteknik
osv. Denna kraftfulla utvidgade europatickande infrastruktur for
pilotlinjer, som &r néra kopplad till den infrastruktur som mdojliggor
design, &r avgorande for att oka Europas kunskap, kapacitet och
mojligheter for att Overbrygga innovationsklyftan fran offentligt
finansierad forskning till kommersiellt finansierad tillverkning, och for
att oka bade efterfrigan och tillverkningen 1 Europa fore decenniets
utgang.

Avancerad teknik och teknisk kapacitet for kvantchip



Initiativet ar inriktat pad de sdrskilda behoven kopplade till den framtida
generationens komponenter for informationsbehandling som anvénder icke-
klassiska principer, framforallt chip som utnyttjar kvanteffekter (dvs.
kvantchip) pa grundval av forskning. De viktigaste omradena omfattar
foljande:

(a)

(b)

(©)

Innovativa designbibliotek for kvantchip som bygger pa design- och
tillverkningsprocesserna for de viletablerade processerna inom den
klassiska halvledarindustrin for halvledar- och fotonikbaserade
qubitplattformar. Detta kompletteras med utveckling av innovativa och
avancerade designbibliotek och tillverkningsprocesser for alternativa
qubitplattformar som inte dr kompatibla med halvledare.

Pilotlinjer for integrering av kvantkretsar och kontrollelektronik for
konstruktion av kvantchip som bygger vidare pd och drar nytta av
pagéende forskning, och for att ge tillgdng till sérskilda renrum och
anldggningar for prototypframstéllning och produktion, minska
ingdngshindret for utveckling och produktion av smd volymer av
kvantkomponenter och accelerera innovationscyklerna.

Test- och experimentanldggningar for att testa och validera avancerade
kvantkomponenter som produceras inom ramen for pilotlinjer, vilket
forbattrar ~ kommunikationen ~om  innovationsfrdgor = mellan
konstruktorer, tillverkare och anvindare av kvantkomponenter.

Ett niitverk av kompetenscentrum och kompetensutveckling

Initiativet ska stodja foljande:

(2)

(b)

Inréttandet av ett nitverk av kompetenscentrum i alla medlemsstater for
att frdmja anvédndningen av denna teknik. Nétverket ska fungera som
granssnitt mot ovanndmnda plattform for avancerad design och
pilotlinjer och underldtta en effektiv anvédndning, samt ska
tillhandahélla berérda parter sakkunskap och kompetens, inbegripet
smd och medelstora slutanvindarforetag. Kompetenscentrumen
kommer att tillhandahalla innovativa tjanster for branschen, med
sarskild inriktning pd sma och medelstora foretag, den akademiska
véarlden och myndigheter, och ska erbjuda skriddarsydda 16sningar at
ménga olika anvédndare, vilket kommer att frimja en bredare spridning
av design och avancerad teknik i Europa. De kommer ocksé att bidra
till att en mer hogkvalificerad arbetskraft i Europa.

Nar det giller kompetens kommer sidrskild utbildning att anordnas 1
fraga om designverktyg och halvledarteknik pa lokal, regional eller
europeisk nivd. Stipendier for doktorandstudier kommer att stddjas.
Dessa dtgirder kommer att komplettera branschataganden inom ramen
for kompetenspakten och o6ka antalet praktik- och ldrlingsplatser 1i
samarbete med den akademiska vérlden. Uppmaédrksamhet kommer
ocksd att dgnas at omskolnings- och kompetenshdjningsprogram f{or
arbetstagare frdn andra sektorer.



Verksamhet inom chipfonden for tillgang till kapital for uppstartsforetag,
expanderande foretag, smd och medelstora fioretag och andra foretag i
virdekedjan for halvledare

Initiativet ska stodja skapandet av ett blomstrande ekosystem for halvledar-
och kvantinnovation genom att stodja bred tillgang till riskkapital for
uppstartsforetag, expanderande foretag samt smé och medelstora foretag sé
att de kan utdka sin verksamhet och bredda sin marknadsnédrvaro pa ett
héllbart sétt.



BILAGA 11

MATBARA INDIKATORER FOR OVERVAKNING AV
GENOMFORANDET OCH FOR RAPPORTERING OM INITIATIVETS
FRAMSTEG I FRAGA OM ATT UPPNA DESS SPECIFIKA MAL

Antalet rittssubjekt som deltar (uppdelade efter storlek, typ och
etableringsland) i de atgdrder som stdds genom initiativet.

Antalet designverktyg som utvecklats eller integrerats inom ramen for
Initiativet.

Det totala belopp som saminvesterats i designkapacitet och pilotlinjer inom
ramen fOr initiativet.

Antalet anvindare eller anvandargrupper som far tillgang till designkapacitet
och pilotlinjer inom ramen for initiativet.

Antalet foretag som har anvént sig av de nationella kompetenscentrum som
stods av initiativet.

Antalet personer som har fatt utbildning for att forvdrva avancerade
fardigheter och fa utbildning i1 halvledar- och kvantteknik som stéds av
initiativet.

Antalet nystartade foretag, expanderande foretag och smi och medelstora

foretag som har tagit emot riskkapital frdn chipfondens verksamhet och de
totala kapitalinvesteringarna.

Storleken pa de investeringar som gors av foretag som &dr verksamma i EU,
med beaktande av det segment i virdekedjan dir de dr verksamma.



BILAGA IIT
SYNEREGIEFFEKTER MED UNIONSPROGRAM

1. Initiativets synergier med de sérskilda malen 1-5 i programmet for ett
digitalt Europa ska sékerstélla foljande:

(2)

(b)

(©)

(2)

(b)

(©)

Att initiativets riktade tematiska inriktning pa halvledar- och
kvantteknik kompletterar varandra.

Att de sérskilda malen 1-5 1 programmet for ett digitalt Europa stodjer
uppbyggnad av digital kapacitet inom avancerad digital teknik,
inbegripet hogpresterande datorsystem, artificiell intelligens och
cybersikerhet, samt dven stodjer avancerade digitala fardigheter.

Att initiativet kommer att investera 1 kapacitetsuppbyggnad for att
starka avancerade design-, produktions- och
systemintegrationskapacitet i spjutspetsteknik och nidsta generations
halvledar- och kvantteknik for innovativ foretagsutveckling, stirka
Europas leverans- och virdekedjor for halvledare, tjdna viktiga
industrisektorer och skapa nya marknader.

Synergier med Horisont Europa ska sikerstilla foljande:

Att dven om flera tematiska omraden som berdrs av initiativet och flera
delar av Horisont Europa sammanfaller, ska den typ av dtgdrder som
ska fa stod, deras forvéntade resultat och deras interventionslogik vara
olika och kompletterande.

Att Horisont Europa ger omfattande stod till forskning, teknisk
utveckling, demonstration, pilotarbete, koncepttest, testning och
prototyparbete, inklusive forkommersiellt inférande av innovativ
digital teknik, sérskilt genom

(1) en sdrskilt avdelad budget inom pelaren Globala utmaningar och
europeisk industriell konkurrenskraft till klustret Digitala fragor,
industri och rymden for att utveckla mojliggérande teknik (Al
och robotteknik, nésta generations internet, hogpresterande
datorsystem och stordata, viktig digital teknik (inklusive
mikroelektronik) och kombinationer av digital teknik och annan
teknik),

(i) stod till forskningsinfrastrukturer inom pelaren Vetenskaplig
spetskompetens,

(ii1) integrering av digital teknik inom alla Globala utmaningar (hélsa,
sdkerhet, energi och mobilitet, klimat osv.), samt

(iv) stod till expansion av banbrytande innovationer inom pelaren
Innovativa Europa (av vilka ménga kommer att kombinera digital
och annan teknik).

Att initiativet uteslutande &r inriktat pd att bygga upp storskalig
kapacitet inom halvledar- och kvantteknik i hela Europa. Det kommer
att investera 1



(1) att frimja innovation genom att stédja tva nidra sammanlidnkade
tekniska kapaciteter som gor det mdjligt att utforma nya
systemkoncept samt testning och validering av dem inom
pilotlinjer,

(i1)) att tillhandahélla riktat stod for att bygga upp
utbildningskapacitet och forbéttra tillimpad avancerad digital
kompetens och avancerade digitala fardigheter for att stodja
utveckling och spridning av halvledare genom teknikutveckling
och slutanvandarindustrier, samt

(iii) ett ndtverk av nationella kompetenscentrum, som framjar
tillgédnglighet och tillhandahéller expertis och innovationstjénster
till slutanvéndargrupper och branschen, for att utveckla nya
produkter och tillimpningar och atgirda
marknadsmisslyckanden.

(d) Att initiativets tekniska kapacitet gors tillgidnglig for forsknings- och
innovationssamfundet, inbegripet for atgirder som stéds genom
Horisont Europa.

(e) Att den tekniken, i takt med att utvecklingen av ny digital teknik pa
halvledaromrddet mognar genom Horisont Europa, dir det dr mdjligt
gradvis tas upp och genomfors av programmet.

(f) Att Horisont Europas program f{or utveckling av ldroplaner f{or
fardigheter och kompetenser, inbegripet sidana som tillimpas vid
samlokaliseringscentrumen inom EIT:s Kl-grupper, kompletteras av
kapacitetsuppbyggnad i1 frdga om avancerade tillimpade digitala
fardigheter och kompetenser inom halvledar- och kvantumteknik som
stods genom programmet.

(g) Att starka samordningsmekanismer f{Or programplanering och
genomforande infors. Mekanismerna ska anpassa alla forfaranden inom
bdde Horisont Europa-programmet och initiativet till varandra i1
mojligaste mén. Deras styrningsstrukturer kommer att innefatta alla
beroérda kommissionsavdelningar.

Synergier med unionsprogram inom ramen for delad forvaltning, inklusive
Eruf, Europeiska vetenskapsridet+, Europeiska jordbruksfonden for
landsbygdsutveckling och  Europeiska  havs-, fiskeri- och
vattenbruksfonden, ska sikerstilla utvecklingen och starkandet av regionala
och lokala innovationsekosystem, industriell omvandling samt den digitala
omvandlingen av samhillet och den offentliga forvaltningen. Detta
inkluderar stod till den digitala omvandlingen av industrin och spridning av
resultat samt inforande av ny teknik och innovativa 16sningar. Initiativet
kommer att komplettera och stodja grinséverskridande ndtverksarbete och
kartlaggning av kapacitet och bidra till att gora detta tillgédngligt for sma och
medelstora foretag och slutanvindarsektorer 1 alla regioner 1 unionen.

Synergier med Fonden for ett ssammanlinkat Europa ska sikerstélla
foljande:

(a) Att initiativet dr inriktat pd storskalig digital kapacitets- och
infrastrukturuppbyggnad pa halvledaromridet och syftar till att framja



ett brett genomslag och inférande i1 hela Europa av kritiska befintliga
eller testade innovativa digitala l6sningar, inom en unionsram, pa
omraden av allmént intresse eller dir marknadsmisslyckande
foreligger. Att initiativet frimst genomfors genom samordnade och
strategiska investeringar med medlemsstaterna for att bygga upp digital
kapacitet inom halvledarteknik som ska delas i hela Europa och i
unionstickande atgérder. Detta dr sirskilt relevant for elektrifiering och
sjalvkorande bilar och bor gynna och frimja utvecklingen av mer
konkurrenskraftiga slutanvéndarbranscher, sirskilt inom mobilitets-
och transportsektorerna.

(b) Att initiativets kapacitet och infrastruktur gors tillgédngliga for testning
av innovativa nya tekniker och ldsningar som kan anvéndas inom
mobilitets- och transportindustrin. Att Fonden for ett sammanlénkat
Europa stddjer inférande av innovativ ny teknik och l6sningar inom
omradena mobilitet och transport.

(c) Att samordningsmekanismer inréttas, sarskilt genom ldmpliga
styrningsstrukturer.

Synergier med InvestEU-programmet ska sékerstélla foljande:

(a) Att stdd genom marknadsbaserad finansiering, inbegripet arbetet mot
politiska mél inom ramen for initiativet, tillhandahalls i enlighet med
forordning (EU) 2021/523. Den typen av marknadsbaserad finansiering
kan kombineras med stod genom bidrag.

(b) Att ett blandfinansieringsinstrument inom InvestEU-fonden stdds
genom finansiering fran Horisont Europa-programmet eller programmet
for ett digitalt Europa i form av finansieringsinstrument inom ramen {or
blandfinansieringsinsatser.

Synergier med Erasmus ska sékerstilla foljande:

(a) Att initiativet stoder utveckling och forvirv av de avancerade digitala
fardigheter som behdvs for utveckling och spridning av avancerad
halvledarteknik 1 samarbete med berorda sektorer.

(b) Att den del av Erasmus+ som ror avancerade fardigheter kompletterar
de insatser inom initiativet som é&r inriktade pd forviarvandet av
fardigheter pé alla omraden och pa alla nivaer genom erfarenheter frin
mobilitetsomradet.

Synergier med andra unionsprogram och initiativ avseende kompetenser och
fardigheter ska sédkerstillas.
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